
Fig. 1  Substrate absorption type STJ detector with substrate processing 
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1. まえがき 

 電波の透過性と光波の直進性をあわせ持つテラヘルツ（THz）波は、物質の透過イメージング

や物質固有の吸収スペクトルを利用した物質同定など、産業への応用が期待されている。我々は

THz 波検出器として、超伝導トンネル接合(Superconducting Tunnel Junction : STJ)に着目し、基板吸

収型 STJ 検出器を提案している[1]。しかし基板吸収型 STJ 検出器は、位置分解能が低いことが課

題として挙げられる。これを解決するために、我々は基板の加工を行い、位置分解能を向上させ

る構造を提案した[2]。本研究では、基板加工を施した STJ の作製と評価、及びそれを用いた THz

イメージングを目的とする。 

 

2. 裏面加工を施した基板吸収型 STJ 検出器について 

Fig.1 に、本研究で作製した基板吸収型 STJ 検出器の概念図を示す。基板側から入射される THz

波は基板加工部分にも照射されるため、基板加工部分から STJ へのフォノン伝搬は位置分解能の

向上を妨げる。そこで同図に示す通り、基板加工部分には THz 波を反射する Al が堆積してある。 

裏面加工を施した基板吸収型 STJ 検出器は、あらかじめ STJ を集積した基板にダイシング装置

による切削を行った後、溝の部分にスパッタリングにより Al を堆積することで作製した。作製し

た検出器について、X 線分析により溝の部分に Al が堆積されていることを確認した。また、作製

した検出器の基板加工の前後で 0.3 K における I-V 特性を比較したところ、特性の劣化はみられな

かった。検出器の作製方法、測定結果について、当日報告する。 
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